
<액정고분자>

미래의 산업재료로 급부상
액정고분자는 기존의 엔지니어링 플래스틱에 비해 기계적 성질과 열적 성질이 우수하여 미래의 산

업재료로 각광받고 있는 특수 엔지니어링 플래스틱 수지이다. 

액정고분자는 열에 의해 용융된 상태에서 액정현상을 보이는 열방성 액정고분자와 높은 온도에서도

용융되지 않고 결국 분해되기 때문에 용매에 녹았을 때 일정한 농도 이상에서 액정현상을 보이는

유방성 액정고분자의 두가지로 분류된다. 

액정고분자의 연구가 본격적으로 시작된 것은 6 0년대 D u p o n t의 S. L. Kwolek 등에 의해 방향족 폴

리아미드인 K e v l a r가 개발된 이후이다. 

시장현황

국내 L C P수요는 월 2 ~ 3톤 가량인 것으로 추정된다. 이같이 수요량이 적은 이유는 현재 L C P가 전

기·전자 분야의 커넥터 외에는 거의 사용되지 않고 있어 가격이 고가로 형성돼 가격경쟁력이 떨어

지기 때문인 것으로 풀이되고 있다. 

LCP 세계수요는 2 0 0 0여톤으로 추정되는데 이 가운데 대만이 50 0여톤, 일본이 4 0 0여톤을 사용하고

있는 것으로 알려졌다. 

세계 생산능력은 Amoco 9000여톤, Hoechst 2000여톤, ICI 1000 여톤, 스미토모8 0 0여톤 등 1만5 0 0 0여

톤에 이르고 있는 것으로 파악됐다. LCP의 K g당 가격은 양에 따라 다양하게 형성돼 있으나 K g당

2 0 ~ 2 5달러선에서 거래되고 있는 것으로 나타났다. 

향후 액정고분자의 수요 추이를 보

면, 액정고분자는 물리적 특성이

우수하여 구조재료로서 유망하며

또한 다른 고분자 물질과 블렌드하

여 보강재와 가공조제의 역할을 동

시에 할 수 있는 것으로 알려져 이

분야의 수요가 증가할 것으로 보인

다. 

또 이러한 액정고분자는 낮은 유전

상수를 갖기 때문에 고집적 커넥터

등 다른 복잡한 형태의 전기부품에 사용될 것으로 전망되고 있다. 

액정고분자는 또 그 특성을 이용하여 녹화·재생되는 콤팩트디스크로 사용이 가능할 것으로 보인다. 

그외에 액정고분자는 정보기술 영역에서 광을 이용한 빠른 정보전달 매체재료의 비선형 광학재료로

서 많은 연구가 진행되고 있으며 홀로그래픽 영상을 저장할 수 있는 매체로서의 가능성도 연구되고

있어 앞으로의 개발여부에 따라 전기·전자분야에서 우주항공 분야에 이르기까지 광범위한 응용이

기대되고 있다. 

특성 및 개발동향

액정고분자는 범용 수지와는 달리 비등방성 용융상태의 저점도에서 성형가공이 이루어지기 때문에

가공상에서의 장점을 가지고 있으며 이로써 생성된 성형물은 고배향성을 지니게 되므로 뛰어난 물

리적 특성을 나타내게 된다. 

액정고분자의 물성은 일반적으로 다음과 같은 특징을 지닌다. 

첫째, 열가소성 수지이면서도 강도와 탄성률이 매우 높다. 

열방성 액정고분자 V e c t r a의 저온특성
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둘째, 내열성이 매우 우수하며 동시에 저온 충격강도가 높고 고온에서도 내화학 약품성이 뛰어나다. 

셋째, 선팽창 계수가 매우 낮아 성형 수축률이 0에 가깝고 치수 안정성이 매우 높다. 

넷째, 열방성 액정고분자는 용융점도가 매우 낮고 가공성이 뛰어나 얇은 부위나 복잡한 형상을 쉽게

가공할 수 있는 장점을 지니고 있다. 

열방성 액정고분자는 액정상태에서 나타나는 본연의 특성을 이용한 하이테크 고분자 재료로서 이미

연구개발의 단계를 지나 고강도 및 고성능을 요구하는 공업재료로 특히 고부가가치를 갖는 전기 및

전자부품의 소재로서 새로운 시장을 개척하는 단계이다. 

그러나 범용수지와 비교해 상당히 높은 재료비가 드는 경제적인 단점과 성형가공기술의 어려움 등

이 성장발전에 저해요인이 되고 있는 것으로 알려졌다. 

따라서 현재 열방성 액정고분자 개발의 기본방향은 생산비의 절감 즉, 값싼 단량체의 합성 및 중합

기술의 개발과 성형 가공에 적합한 액정고분자를 합성하는 쪽으로 진행되고 있는 것으로 나타났다. 

열방성 액정고분자 Polyester 구조
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현재 시도되거나 앞으로의 열방성 액정고분자 연구개발의 구체적인 방향은 액정고분자 자체가 지닌

물리적 성질의 결함인 물리적 이방성과 압축 및 접착강도 등의 문제점을 해결하는 방향과 저렴한

가격의 단량체 및 액정고분자 블렌드를 개발하여 경제성을 부여하는 방향으로 나아가고 있다. 

전 망

액정고분자는 기존의 E P수지에 비해 뛰어난 물성을 지니고 있다. 그러나 가격이 비싼 편이어서 시

장개발의 저해요인이 되고 있다.

특히 단량체의 가격이 상품 생산가에 미치는 영향이 크기 때문에 필요한 단량체 및 중합체를 싼 값

으로 생산할 수 있는 제조법을 비롯한 성형성 개선으로 생산단가를 낮추어야 할 것이다. 

액정고분자는 기존의 E P가 연평균 10% 내외의 성장을 보일 것으로 기대되는 반면 전기·전자분야

에서 광섬유, 전자레인지 부품, 우주·항공분야에 이르는 광범위한 분야에 응용될 것이 기대되고 있

어 연평균 20% 이상의 고성장이 예상되고 있다. 

따라서 보다 많은 적용을 위하여 적절한 가공기술 개발에 노력해야 하며 가격문제를 보완해야 할

것으로 보인다. 

특히 값싼 새로운 단량체 및 합성기술의 개발과 물성과 가공성간의 최적합성을 부여하는 방향으로

연구개발이 이루어져야 할 것이다. 
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